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RESULTADOS OBTENIDOS:

Los alumnos de la carrera de Mecatrdnica de los grupos MEC31, MEC32 y algunos alumnos del grupo
MEC61 vieron los adelantos tecnolédgicos de empaquetado y embalaje que existen actualmente en la
industria, dandoles una vision clara del campo laboral y las nuevas tecnologias que deben de aprender
para emplearse en la industria. Asi mismo los alumnos contactaton algunas empresas donde pueden
realizar su estadia con apoyo econdémico.

CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCION:

Se contactd a empresas que pueden aceptar a alumnos de estadia proporcionando apoyo econémico
y realizar vinulacion entre la Universidad y estas empresas, ya que ofrecieron sus instalaciones para
realizar visitas guiadas para alumnos de las diferentes carrera de la Universidad. También se
identificaron algunos proveedores de nuevas tecnologias de bajo costo.

CONCLUSIONES:

Se vieron los adelantos tecnoldgicos y provedores de nuevas tecnologias y se dio un acercameinto de
los alumnos con empresarios de estas tecnoldgias de avanzada para realizar vinculacion.




